CONCISE EXPLANATION F^ME 197 534 48 



DE 197 534 48 discloses a method for taking-up devices from an adhesive foil This reference relates to a 
method for reducing an adhesive force of a UV curing adhesive foil, such that in order to take devices 
away from the foil, the adhesive foil can be selectively exposed to ultraviolet light. Please note that this 
reference is not pertinent to the present invention, since it does not relate to a method of dicing a wafer. 



3 of 2) 



6 • 



THIS PA6I BLANK (uspto) 



BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




©Off nl gungsschrift 
®0 197 53448 A 1 



DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
© Offenlegungstag: 



197 53 448.1 
2. 12.97 
17. 6.99 



<5j) Int. CI. 6 : 

H 05 K 13/02 

B 65 G 47/91 

H 01 L 21/78 ^ 
00 

3 

CO 

in 

r> 
o 

LU 

Q 



(7j) Anmelder: 

Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE 

® Vertreter: 

Motsch und Kollegen, 80538 Munchen 



Erfinder: 

Hauser, Hermann, 74343 Sachsenheim, DE; 
Schilling, Ulrich, Dr., 70567 Stuttgart, DE; Mayer, 
Klaus-Michael, Dr., 71254 Ditzingen, DE 

Entgegenhaltungen: 

US 50 98 501 A 
JP 62-79 649 A 



Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem,, § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren zur Bauteilaufnahme von einer Haftfolie 

@ Es wird ein Verfahren zur Reduzierung der Haftkraft ei- 
ner UV-aushartenden Haftfolie unter Mikrobauteilen bei 
derHalbleiter- und Mikromontage beschrieben, wobei die 
Haftfolie selektiv unter einem Oder mehreren zu losenden 
Bauteilen UV-belichtetwird. 
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A 

Beschreibung 

Die Erfindung beziehl sich auf ein Vrfahren zur Bautei- 
laufhahme von einer Haftfolie durch Q^H^erung der Haft- 
kraft einer UV-aushartenden Haftfolie^P Mikrobauteilen 
bei der Halbleiter- und Mikromontage. 

In der Mikroelektronik und der Mikrosystemtechnik wer- 
den Bauteile, wie integrierte Schaltungen Oder Miniaturbau- 
el mentc, meist aufgrund giinstigerer Fertigungskosten im 
Nutzen, beispielsw ise im Waferverbund, hergestellt. Fiir 
die anschli Bend notwendig werdende Vereinzelung wird 
der Nutzen auf eine Haftfolie aufgeklebt und auf dieser Fo- 
lie an den vorgesehenen Stellen durch Sagen getrennt. Die 
Haftfolie muB hierbei eine ausreichend groBe Haftkraft be- 
sitzen, um ein ungewolltes AblGsen der Bauteile beim Sagen 
zu verhindern. 

Um anschlieBend die vereinzelten Bauteile von der Haft- 
folie abzugreifen, werden ublicherweise Sauggreifer ver- 
wendet, die auf das entsprecbende Bauteil aufgesetzt wer- 
den. In den meisten Fallen ist die Greifkraft, die vom Greifer 
auf das Bauteil iibertragen wird, geringer als die Haftkraft 
der Haftfolie, so daB die Aufhahme des Bauteils durch den 
Greifer allein nicht inSglich ist Deshalb ist es in der Mikro- 
elektronik ublich, um das Abiosen des Bauteils zu erleich- 
tern, nach dem Aufsetzen des Greifers auf dem Bauteil zu- 
s&tzlich von unten mit einer oder mehreren Nadeln gegen 
das Bauteil zu stoBen und gleichzeitig in der Umgebung der 
Nadel(n) die Haftfolie mit Hilfe von Vakuum nach unten an- 
zusaugen. Nach diesem Prinzip arbeiten die NadelausstoB- 
Systeme (Die-Ejektoren). Hierbei wird die Flache, mit der 
das Bauteil die Folie beriihrt, reduziert und damit auch die 
Haftkraft zwischen Folie und Bauteil verringert, so daB ein 
Abheben des Bauteils durch den Greifer erfolgen kann. In 
der Regel wird in Geraten der Sihaunmalbleiterfertigung 
die Folie von dem Nadelsystem durchstoBen, so daB das 
Bauteil nur noch auf den Nadeln aufliegt. Da die Bauteile 
aus Silizium nur oberseitig bearbeitet sind und Silizium we- 
nig bruchempfindlich ist, ist dabei eine Beschadigung dieser 
Bauelemente normalerweise aiiszuschliefien. 

Dieses in der Mikroelektronikfertigung weitverbreitete 
Verfahren weist jedoch einige Nachtedle auf. 

So kSnnen empfindliche Bauteile, wie. beispielsweise 
Halbleiter aus GaAs und InP f aber auch extreme kleine Bau- 
teile durch dieses Verf ahren mechanisch beschadigt werden. 
Eine besonders grofie BeschMdigungsgefahr besteht bei 
beidseitig bearbeiteten Chips, wie beispielsweise Photodi- 
oden-Bauelementen mit oberseitigen Funktionsschichten 
und unterseitigen optischen Strahlfenstern. 

Ein weiterer Nachteil besteht bei dem NadelausstoB-Sy- 
stem darin, daB die Nadelanordnung und weitere Parameter, 
wie beispielsweise der Nadelhub oder die Ausstofige- 
schwindigkeit der Nadeln auf das jeweilige Bauteil abge- 
stimmt werden miissen. In der Praxis bedeutet das, daB bei 
haufig vorkommenden Bauteilwechseln jeweils ein TJmrii- 
sten und eine neue Feineinstellung des NadelausstoB-Sy- 
stems vorzunehmen ist 

Deshalb wurden in jiingerer ZeitHaftfolien entwickelt, 
mit denen es mdglich ist, die Haftkraft nach dem Sagen, bei- 
spielsweise eines Wafers, durch Belichtung mit ultraviolet- 
tern Licht im Bereich der belichteten FlMchen zu reduzieren. 60 
Dadurch bleibt die beim Sagen erforderliche hohe Haftkraft 
zunachsterhalten, wahrenddi Aufnahme durch d n Greifer 
erleichtert wird. Die UV-Belichtung erfolgt hierbei flachig, 
beispielsweis auf dem gesamten Wafer, so daB sich die 
Haftkraft gleichzeitig fur alle Bauteile verringert 65 

. Dies kann jedoch bei der weiteren Verarbeitung der Bau- 
teile zu Problemen fiihren. So kbnnen bei der Weiterverar- 
beitung Bauteile ungewollt gelost werden, oder beim Auf- 
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nehmen der Bauteile mit dem Greifer werden unerwiinsch- 




Die Aufgabe vorli Erfindung fteslanfl darirY; 

5 die Nachteile des Star^Ber Technik zu iiberwinden und 
insbesondere ein Verfahren bereitzustellen, durch das Bau- 
teile bei der Halbleiter- und Mikromontage von einer Haft- 
folie schadigungsfrei auf genommen werden kbnnen. 



ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe gelost durch ein 
10 Verfahren zur Reduzi rung der Haftkraft einer UV-aushar- 
tenden Haftfolie unter Mikrobauteilen bei der Halbleiter- 
und Mikromontage, das dadurch gekennzeichnet ist, daB die 
Haftfolie selekuv unter einem oder mehreren zu 16senden 
Bauteilen UV-belichtet wird. 
15 Die erwunschte Funkuon des mechanischen Nadelaus- 
stoB-Systems laBl sich nunmehr dadurch realisieren, dafi die 
Haftfolie selekti v unter dem jeweils beispielsweise als nach- 
stes aufzunehmenden Bauteil belichtet wird. Die Haftkraft 
der Folie wird also fur das aktuell bearbeitete Bauteil redu- 
20 ziert Ebenso ist es aber auch moglich, gleichzeitig die Folie 
unter mehreren ausgewahlten Bauteilen zu belichten, so daB 
mehrere Bauteile gleichzeitig oder auch nacheinainder vom 
Greifer aufgenommen werden konneri. 
Ein grbBer Vorteil des erfindungsgemaBen Verfahrens be- 
25 steht darin, daB es beriihrungslos arbeitet Dadurch wird 
eine mechanische Beschadigung der Bauteile sicher vermie- 
den. 

Sein Einsatz ist deshalb insbesondere fur empfindliche 
Bauteile besonders gunstig. 
30 Des weiteren tritt durch den Verzicht auf jegliche mecha- 
nische Komponenten am System kein VerschldB auf, so daB 
keine Wartung erforderlich ist Im Gegensatz dazu kommt 
es bei den NadelausstoB-Systemen zu einer Abnutzung oder 
Beschadigung der Nadeln. 
35 Im ^ Gegensatz zur gesamten Belichtung der Haftfolie mit 
UV-Strahlung ist das erfindungsgemaBe Verfahren insbe- 
sondere fur kleine Bauteile interessant, etwa wenn der Grei- 
fer zur Erzielung einer moglichst groBen Saugflache und da- 
mit der Greifkraft bezuglich seiner AuBenabmessungen gro- 
40 Ber als das Bauteil ist. Obwohl in diesem Fall der Greifer 
auch Teile der benachbarten Bauelemente erfassen kann, 
werden nur die selektiv belichteten und aufzunehmenden 
Bauteile abgehoben. Es ist also nunmehr mSglich, daB ein- 
zelne Bauteile von der Haftfolie gelost werden, wahrend fur 
45 die fibrigen Bauteile die Haftkraft der Haftfolie erhalten 
bleibt 

Da die Haftkraft der Haftfolie an den nichtbelichteten Be- 
. rdchen ei^ten bleibt, ergeben sich wdterhin Vorteile, etwa 
beim Handling der aufgekl^>ten Bauteilnutzen. Dieses 
50 Handling ist insbesondere bei der Zwischenlagerung von 
teilweise bearbeiteten Nutzen erforderlich, z. B. wenn nicht 
alle Bauteile des Nutzens in einer Serie verarbeitet werden 
kSnnen. 

In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform ist das 
55 Verfahren dadurch gekennzeichnet, daB die Belichtungsfla- 
che der Haftfolie variiert wird. 

Hierdurch kann in besonders yorteilhafter Weise eine ein- 
fache Anpassung an die jeweilige BauteilgroBe erfolgen, in- 
dem die GroBe des Lichtfl ecks auf der folienunterseite vari- 
iert wird. Damit entfallen die bisher beim NadelausstoB-Sy- 
stem notwendigen Umriistzeiten bei der Umstellung auf ein 
Bauteil anderer GroBe. 

Des weiteren ist ein Verfahren besonders bevorzugt, das 
dadurch gekennzeichnet ist, daB. die Variation der Belich- 
tungsflache der Folie durch eine. Optik mit veranderlicher 
Brennweite erreicht wird. 

Diese Gr&Benvariation kann beispi lsweise durch eine 
Zoom-Optik erfolgen. Ein besonders infache Ausgestal- 
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tung isl dadurch gegeben, dafi der Abstand der Strahlaus- 
triusflachc und der Folienunterseite variabel gestaltet wird. 
Die Haftf lie. befindel ,sich dann^knterschiedlichen Ab- 
standen von der Scharfeebene d^^Pbildung, so daB die 
GroBe des Lichtfleclcs entsprechend verandert wird. Dies isl 5 
in der Regel ausreichend, da fur di Belichtung der Haftfolic 
meist keirie scharfe Abbildung erforderlich ist Eine Aus- 
nahme hiervbn ist ledigiich dann gegeben, wenn die Haftfo- 
lie mil einem vorgegebenen Intensitatsprofil beleuchtet wer- 
den soli, um so beispielsweise kleine oder in der Slruktur de- 10 
finierte Folienbcreichc beleuchten zu konnen. 

In einer weiteren besonders bevorzugien Ausfuhrungs- 
form isl das Verfahren dadurch gekennzeichnel, daB die UV- 
Belichtung mit einer Lichtleitfaser erfolgi. 

Diese Gestaltungsmoglichkeil isl besonders einfach und 15 
flexibel. Hier konnen Lichtquelle und Strahlauslritt raum- 
lich gelrennt werden. Durch den divergenien Strahlaustriu 
aus den Lichtleitfasern kann auBerdem in der Regel auf eine 
zusatzliche Optik verzichtet werden urid ein einfacher und 
robuster Aufbau wird auf diese Weise erreicht 20 

Durch. das erfinjdungsgemaBe Verfahren ist es weiterhin 
moglich, anstelle einer Betichtungsstelle der Haftfolie 
gleichzeitig oder auch sequentiell mehrere Stellen zu belich- 
ten. Das kann in besonders yorteilhafter Weise auch pro- 
grammgesteuert erfolgen. 25 

Durch die Programrnierung des optischen Strahlsystems 
ist eine einfache Umriistung auf verschiedenartige Bauteile 
oder gemischte Montage unterschiedlicher Bauteile von der 
Folie moglich. 

Das Verfahren ermoglicht auch eine einfache Erweiterung 30 
zum simultanen Greifen mehrerer Bauteile von yersqhiede- 
nen Orten auf der Folie durch eihen Multi^Greifkqpf fur 
Montage im hoheren Nutzen, da die zu greifenden Bauteile 
durch eine ortsfeste Bestrahlung mehrerer Bauteil-Orte, bei- 
spielsweise durch mehrere Lichtleitfasern, ein Abbildungs- 35 
muster ergeben, das unter der Folie gezielt programmierU, 
angefahren und belichtet werden kann. 

Patentanspriiche .. 

" 40 

1. Verfahren zur Reduzierung der Haftkraft einer UV- 
aushartenden Haftfolie unter Mikrobauteilen bed der 
Halbleiter- und Mikromontage, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die, Haftfolie selektiv unter einem oder 
mehreren zu lSsenden Bauteilen UV-belichtet wird. 45 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Belichtungsflache variiert wird 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Variation der Belichtungsflache durch eine 
Optik mit VCTanderlicher Brennweite erreicht wird. 50 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die UV-Belichtung mit ei- 
ner Lichtleitfaser erfolgt. . 
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